ESD-SCHUTZ

PROBLEMSTELLUNG, DEFINITIONEN

Problemstellung

Die fortschreitende Miniaturisierung der
Strukturen von Halbleiterkomponenten
machen solche modernen elektronischen
Bauelemente und Baugruppen immer
empfindlicher gegen Uberspannungen
(Gefdhrdungsspannungen).

Dabei liegen Gefdhrdungssponnungen,
wie sie durch die schlagartige Ableitung
von statischer Elektrizitct entstehen, weit
Uber der Vertrdglichkeitsgrenze von Halb-
leitern, aber auch oft tiber der von Hylrid-
schaltungen, von passiven Bauelementen
wie Chipwiderstémden und -kondensatoren
oder von piezoelektrischen Kristallen.

Uber dreiviertel aller heute eingesetzten
Bauelemente unterliegen dieser
Gefdhrdung.

Elektrostatische Entladungen

Statische Elektrizitéit entsteht durch Rei-

bung unterschiedlicher Stoffe cneinander

und die darcuf folgende Ladungstrennung

oder infolge von Influenz in elektrischen

Feldern. Die wichtigsten Quellen sind:

= Personen und ihre Kleidung.

= Arbeitsplatzeinrichtungen einschlieflich
FuBbodden.

= Verpackungsmaterialien, Transport-
systeme, Werkzeuge.

Gegenstdnde und Personen kénnen sich

unter bestimmten Voraussetzungen cuf

sehr hohe Spcnnungswerte aufladen.

Testmessungen an Personen haben Werte

bis 10 000 Volt und mehr ergeben.

Die Folge

Fuhlbar wird fur einen Menschen eine Entladung ab
etwa 2000V, eine Spanung, die fur viele Bauteile
schon deutlich Uber der “Schmerzgrenze” liegt, wie
nebenstehende Tabelle zeigt.

Die durch solche Entladungen on EGB entstehenden
Schdden reichen dabei vom Totalaustall tiber Teil-
schddigung bis zu Schdden, die erst bei spdterem
Betrieb des Bauelements oder der Baugruppe auftre-
ten und vorher nicht erkannt wurden.

Gerade solche Schdden fithren zu hohen Folgekosten
far Ruckholung, Garamtierepcaratur, Service etc.

Aus diesem Grund haben wir durchgéngig
ESD-sichere Mébelsysteme und Zubehérkomponenten
zur Gestaltung von Arbeitsplétzen und deren Umfeld
entwickelt, die wir auf den Folgeseiten vorstellen.

Die Schadigung ei-
nes EGB (hier:1 MBit
DRAM Speicherchip)
konn durch den
Impulsstrom (Unter-
brechung von Leiter-
bahnen) oder durch
die hohe Impuls-
sponnung (Durch-
schlagen von Oxid-
schichten) entstehen.
(VergréBerung
400fach).

Definitionen /Normen

Wir verwenden folgende Kurzbezeichnung bei der

Beschreibung von SchutzmaBnahmen und Kenn-

zeichnung spezieller Artikel.

ESD fur Electro Static Discharge als gebréruchliche
und genormte Abkurzung fur alle Bezeich-
nungen, die elektrostatische Entladungen
betreffen, wie ESD-Schutz, ESD-Gefcthrdung,
ESD-Arbeitsplatz etc.

EGB fur Elektrostatisch Gefcthrdete Bauelemente fir
alle Bauelemente die durch Gefd¢thrdungsspam-
nungen elektronischer Art beschddigt werden
oder ausfallen kénnen.

SC fur Static Control, dies ist eine hcusinterne Be-
zeichnung, die den Artikelnummern nachge-
stellt ist und darcuf hinweist, daB dieser Artikel
dem ESD-Schutz dient und/oder in leitf¢higer
und domit ESD-sicherer Form konstruiert ist.

DIN EN 100 015 "Schutz von elektrostatisch geféhrde-
ten Bauelementen”, seit 1993 die gultige Europa-
Norm, auf die sich die Ableitsysteme und Schutz-
maBnahmen in unserem Programm stutzen.

Empfindlichkeit von Halbleitern

Halbleitertyp Elektrostat. Spemnung (V)/
EGB-Empfindlichkeit
V-MOS 30 ... 1800
MOSFET 100 ... 200
EPROM 100 ... 500
Junction-Fet 140 ... 1600
Operationsverstérker (Fet) 150 ... 500
Operationsverstérker (bipolar) 190 ... 2500
CMOS 250 ... 2000
Schottky-Dioden 300 ... 2500
Film-Widerstand 300 ... 3000
Schottky-TTL 300 ... 2500
Tramsistor, bipolar 380 ... 7000
Thyristor 680 ... 2500




